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매니폴드를 적용한 마이크로채널의 열전달 성능에 대한 실험적 연구
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In this paper, theoretical and experimental studies were conducted on the cooling performance of a microchannel heat

dissipation device with a manifold layer added. By adding 500 µm wide microchannels and manifold flow fields, the

rheological properties of the cooling fluid were enhanced to improve the heat transfer performance. The size of the

microchannel used for cooling was 40 × 40 × 5 mm, and was evaluated under a heat flux of 12.5-43.75 W/cm2 and a flow

rate of 0.3-1.1 L /min conditions. As a result of the experiment, in the case of a microchannel heat sink of 500 µm

compared to the existing heat sink, cooling was successfully performed under a heat flux condition of about four times.

Manuscript received: June 8, 2022 / Revised: July 7, 2022 / Accepted: July 15, 2022

1. 서론

전자 기기의 비약적인 발전은 전력변환기, 스마트폰, 개인용

컴퓨터와 같은 일상적인 장치를 넘어 슈퍼컴퓨터, 자율주행, 인

공 지능과 같은 첨단 기술이 요구되는 영역에서도 이루어지고

있다. 이러한 기술 발전은 반도체 소자에 대한 미세 가공, 패키

징 기술의 향상에 기반하여 트랜지스터의 집약적인 배치를 통

해 달성된다. 이렇듯 반도체 부품의 소형화 및 고성능화는 열

설계 전력(Thermal Design Power, TDP)의 향상에 영향을 미치

기 때문에 적절한 냉각법의 선정은 중요하다[1]. 반도체 시스템

의 냉각은 소자의 전기적 저항에 의한 발열 관리를 통해 스로

틀링(Throttling)과 같은 성능 저하를 방지하기 위해 도입된다.

따라서 반도체 소자의 신뢰성을 향상시키기 위한 마이크로 프

로세서 열관리 기술은 시스템 성능에 맞춰 최적화되어야 한다

[2-4].

최신 반도체 소자의 발열은 간접 냉각법 중 공기를 냉각 유체로

사용하는 공랭식 냉각법으로 냉각시키기에 한계가 있으며, 이러한

한계는 공기의 열용량에 따라 물리적인 개선이 불가능하다[5].

따라서 냉각 시스템은 높은 냉각 용량을 가지며 최적화된 시스

템 효율에서 작동되어야 한다[6]. 기존의 공랭식 냉각 시스템은

전체 시스템의 소비 전력에 약 33%를 차지한다[7]. 더욱 효과적

인 냉각법을 위해 채택된 액체를 냉각 유체로 사용하는 수랭식

냉각법은 공기보다 열용량이 크기 때문에 최신 마이크로프로세

서의 냉각 유체로 적합하다[8,9]. 

Tuckerman과 Pease는 1981년에 선행된 연구에서 처음으로

마이크로채널 방열판을 도입하여 단상 유체 유동 조건을 가진

마이크로채널 방열판의 높은 열전달 성능을 증명하였다[10].

Perret 등은 방열판에 적용된 마이크로채널의 단면 형상을 4가

지 도형(직사각형, 사다리꼴, 삼각형, 육각형)으로 제작하여 각

각에 대한 열전달 성능을 비교하였으며, 제작된 채널의 크기는

10-1,500 µm 범위였다. 그들의 연구에서 마이크로채널의 단면

형상은 열전달 유효 면적과 대류 열 저항과 연계되어 있다고 발

표하였다[11]. 나아가 Xie 등[12]은 마이크로채널의 최적 단면 형

상으로 직사각형을 제시하였으며, Drummond는 마이크로채널의
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설계적 특징인 높은 종횡비에 의한 넓은 표면적에 따른 향상된

열전달 계수로 우수한 방열 성능을 달성할 수 있다고 보고하였

다[13]. 일반적으로 채널의 높은 종횡비와 높은 유량 조건은 마

이크로채널 냉각 시스템에서 우수한 냉각 성능을 제공한다. 하

지만 이러한 구조적/작동조건들은 유동의 저항으로 작용하여 시

스템의 차압을 향상시키며, 이는 시스템 손실의 주요한 원인입

니다. 마이크로채널의 구조적인 한계를 극복하기 위해 Harms

등[14]은 대류 열전달에서 이론 적용이 가능한 유동 조건의 발

달을 가정하여 실험 데이터를 분석하였으며, 유체의 균일한 분

포를 위한 마이크로채널을 위해 매니폴드의 필요성에 대하여

연구하였다. Kong 등[15]은 매니폴드를 포함하는 마이크로채널

냉각 장치의 전반적인 성능 평가를 3D 복합 시뮬레이션을 사용

하여 수행하였다. 결과적으로 매니폴드를 포함하는 마이크로채

널은 일반적인 마이크로채널에 비해 47% 감소된 열저항을 달

성하였으며, 차압 또한 90% 감소시킬 수 있다고 보고하였다. 하

지만 매니폴드를 적용한 마이크로채널의 우수한 냉각 성능은

충분히 연구되지 못하였으며 실험적인 연구 결과 또한 충분하

지 않다[16-18].

본 연구에서는 냉각 유체의 분배를 위한 매니폴드를 포함하

는 마이크로채널 방열판의 열전달 성능을 실험적으로 분석하였

다. 액체 냉각 시스템의 주요 변수인 유량과 열 설계 전력에 따

른 유량을 실험 변수로 설정하였다. 마이크로프로세서의 발열량

은 300-700 W 범위로 모사 발열체를 통해 공급되었으며 냉각

판의 온도는 90oC 이하로 관리됩니다.

2. 실험

2.1 실험장치

매니폴드를 포함하는 마이크로채널 방열판의 발열량에 따른

냉각 성능 규명을 위한 실험 장치를 Fig. 1에 도시하였다. 스테

인리스 스틸 재료를 CNC로 가공부 공차를 정밀 등급으로 지정

하여 가공하였으며, 실제 가공품 측정 결과 0.5 mm 너비의 마

이크로채널의 경우 ±0.05 mm 수준으로 관리되었고, 매니폴드

의 가공부 오차는 ±0.1 mm 수준이었다. 누설 방지를 위해 고무

가스킷을 사용하였다. 입구로 유입된 증류수는 매니폴드 층에서

3개의 매니폴드 채널로 분배되며, 채널에 인가된 압력은 마이크

로채널로 유동을 발생시킨다. 마이크로채널을 통과한 증류수는

출구에 위치한 2개의 매니폴드 채널을 거쳐 순환된다. 실험의

전체적인 개략도는 Fig. 2에 도시하였다. 연동형 펌프(Peristaltic

Pump CA-6)로 냉각 유체를 공급하였으며, 채널의 입출구 차압

(PMP5073-TB, Druck, Range ±20 kPa, ±0.04%)과 마이크 로채

널의 표면 온도 데이터를 수집하기 위한 DAQ (MIDI Logger,

GL240)를 사용하였다. 발열을 위한 모사 발열체는 전기저항히

터를 사용하였으며, 카트리지 히터의 제어는 피드백 제어를 통

해 발열량을 제어합니다. 방열판의 온도 측정은 T-type 열전대

(OMEGA TT-T-36_SLE-100, ±0.5oC)를 이용하였으며, 30 Hz

샘플 속도로 측정하였다. 또한 글라스울 단열재를 사용하여 실

험장치의 대류 열전달을 제어하였다.

Fig. 1 Exploded view of heatsink with microchannel and manifold

distributor

Fig. 2 Schematic diagram of experimental setup
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2.2 매니폴드와 마이크로채널

CNC 가공으로 제작된 매니폴드와 마이크로채널의 상세 치수

및 형상을 Fig. 3(a)에 도시하였다. 또한 Fig. 3(b)에는 매니폴드

와 마이크로채널의 구조물에 의해 형성되는 유동 장을 부피로

도식화하였다. 하우징에 위치한 분배기를 통해 균일하게 나누어

진 냉각수 유동은 매니폴드의 3개 유동장으로 분배되며, 입/출

구의 차압에 의해 마이크로채널의 유동장으로 유입된다. 마이크

로채널로 유입된 냉각수는 2개의 매니폴드 출구로 유동이 형성

된다. 실험 변수로 선정한 발열량에 따라 방열 장치의 시스템

온도를 측정하였다. Fig. 3(c)에는 발열부와 방열 장치가 접촉하

는 면에 구성된 9개 지점의 열전대 부착 위치를 도식화하였다.

접촉되는 면적은 정방형(40 × 40 mm)이며, 9개의 T-type 열전대

는 균일한 간격으로 부착 및 조립되었다.

2.3 실험 조건

매니폴드 구조를 포함하는 마이크로채널의 열전달 성능을 정

량화 하기 위한 실험은 다음과 같은 조건에서 평가되었다. 냉각

유체는 증류수를 사용하였으며, 마이크로채널 방열 장치의 입구

로 유입되는 증류수의 온도는 항온수조를 통해 25±0.05oC로 일

정하게 유지시켰다. 실험 변수로 선정한 체적 유량과 열유속은

각각 0.3-1.1 L/min, 18.75-43.75 W/cm2이다. 마이크로채널과

모사 발열체의 접촉면에 위치한 9개 열전대에서 3분간 측정된

온도가 ±0.05oC 수준으로 일정하게 유지되었을 때를 정상상태

로 판단하고 실험을 종료하였다. 실험 장치 구성에 따른 열손실

은 6-13%로 나타났다.

3. 이론

3.1 마찰계수

식(1) Fanning의 마찰 계수(Cf)는 채널벽과 냉각 유체의 유동 전

단 응력으로 인한 마이크로채널 내부의 유동 마찰을 정량화 한다.

(1)

(2)

여기서, ΔP는 실험 장치의 차압, L은 채널 길이, Da는 식(2)에 정

의된 수력 직경(Hydraulic Diameter)이며, ρ와 V는 각각 작동 유

체의 밀도와 평균 속도를 나타낸다.

(3)

식(3)은 Bejan [19]에 의해 정의된 기하학적 매개변수 G19의

관점에서 마찰 계수를 표현합니다. α는 Dc /Dd로 나타낸다.

(4)

3.2 열전달

마이크로채널 방열판의 평균 Nusselt 수는 수집된 데이터에

서 Newton의 냉각 법칙을 사용하여 나타내었다.

Cf

P/LΔ( )Da

2ρV
2

------------------------=

Da

2DcDd

Dc Dd+
------------------=

Cf 4.7 19.64G+( )/Re=

G
α
2

1+

α 1+( )
2

-------------------=

Fig. 3 (a) The structure and dimensions of the test section, (b) The flow field of the heat sink shown in volume, and (c) An overview of

numbering by location of thermocouples located on the bottom of the microchannel 
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h = q/A(Tmax − Tinlet) (5)

A = nL(Dc − 2Dd) (6)

여기서, A는 마이크로채널 내부 냉각 표면의 채널 면적이며, Tmax

는 방열 장치와 냉각 유체의 경계면인 벽에서 가장 높은 곳의 온

도입니다. Tinlet은 냉각 유체의 입구 온도이다.

(7)

여기서, k는 냉각 유체의 열전도율이며, 일정한 열유속 조건일 때

유동이 정상 상태라고 가정하면 기하학적 매개변수인 식(4)의 G를

사용하여 Nu 수를 정의한다.

Nu = −1.047 + 9.326G (8)

4. 결과 및 토의

본 실험에 사용된 매니폴드를 포함하는 마이크로채널의 시스

템 차압 특성을 5가지 유량에 대하여 Fig. 4(a)에 도시하였다.

차압은 실험 장치 입/출구 단에서 측정되었다. 식(1)을 사용하여

도출된 채널의 마찰계수와 식(3)을 사용하여 유도된 이론적

Nu
hDa

k
---------=

Fig. 4 (a) Differential pressure characteristics, and (b) Friction factor of heat dissipation device according to 5 flow rates 

Fig. 5 (a) Thermocouple location in the experimental equipment. Temperature difference distribution for 5 different heat flux according to flow

rates of (b) 0.3, (c) 0.5, (d) 0.7, (e) 0.9, and (f ) 1.1 L/min 
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채널의 마찰계수를 Fig. 4(b)에 도시하였다. 마이크로채널에서

기하학적 매개변수를 고려하여 마찰계수를 도출한 식(3)의 경우,

본 연구에 사용된 매니폴드 층의 유변학적 영향을 고려하지 않

은 이론식이다. 상대적으로 높은 Re 수에서 발생하는 두 결과의

불일치는 방열장치의 유변학적 특성 차이를 발생시키는 매니폴

드 구조에 의해 발생한다.

마이크로채널과 모사 발열체가 접촉하는 면에 위치한 열전대

의 번호를 Figs. 5(a)에 도시하였으며, 유량에 따른 온도 분포 결

과를 5(b)부터 5(f )에 도시하였다. 유동의 특성이 유변학적으로

구분되는 영역에 따라 구분된 3가지 영역에서 입구에 가까운 1,

2, 3 열전대는 가장 낮은 온도 차를 보였으며, 흐름 방향에 대하

여 중간에 위치한 4, 5, 6 열전대는 가장 높은 온도 차를 보였

다. 출구에서 가장 가까운 7, 8, 9 열전대 그룹은 중앙에 위치한

열전대 그룹에 비해 낮은 온도 분포를 보였다. 이러한 온도 분

포의 불균일은 매니폴드를 가지는 냉각 채널의 유동 특성에 따

른 결과다. 일반적인 냉각 채널은 입구에서 출구로 진행될수록

냉각 유체의 온도는 상승한다. 하지만 매니폴드 유동장의 경우

마이크로채널에 비해 채널 사이즈가 크기 때문에 유동의 저항

이 낮아 초기 유동은 매니폴드 채널을 위주로 발달한다. 따라서

입구와 출구에 가까운 영역에서 향상된 유변학적 특성(즉, 냉각

유체의 속도 및 차압)은 상대적으로 높은 유량을 통해 마이크로

채널로 유입된다. 이렇듯 매니폴드에 의한 냉각 채널의 유동특

성은 냉각 성능을 향상시킨다. 또한 낮은 유량 조건일수록 발열

량에 따른 온도 차이가 크게 나타나며, 마이크로프로세서의 스

로틀링을 억제하기 위해서 설정한 표면 온도 최대치인 90oC에

대하여 실험장치의 최대 온도를 관리하는 것은 0.3 L/min 조건

을 제외한 4가지 유량 조건에서 최대 온도 요건을 설정 한계 이

하로 유지할 수 있었다.

각 유량에 따른 마이크로채널 표면 최대 온도에 대한 정상

상태 열유속을 Fig. 6에 도시하였다. 실험에 사용된 모든 유량과

열유속 조건에서 냉각수로 사용된 증류수는 단상 상태에서 냉

각을 수행하였으며, 마이크로채널의 최대 온도는 유량에 따른

열유속 계산 결과에 대하여 선형적인 경향을 보였다. 이는 냉각

장치로 전달되는 열이 단상 강제 대류에 의해 소산되는 것을 뜻

하며, 단상 영역에서 일정한 열유속 조건일 때 유량이 증가함에

따라 최대 온도는 감소한다. 가장 낮은 유량 조건에서 최대 온

도는 열유속이 증가하면 나머지 유량 조건에 비해 상대적으로

빠르게 증가한다.

매니폴드 유동장은 각각의 열유속 조건에 대하여 Nu 수가 유

량에 따라 증가하며(Fig. 7), 단상 층류 조건에서 Re 수는 유량

이 증가함에 따라 비례적으로 증가하였다. 또한 냉각수의 온도

에 따른 열전도 특성은 온도가 증가함에 따라 열전도율이 증가

하여 Nu 수를 증가시킨다. 매니폴드를 포함하지 않는 일반적인

채널에서 식(8)로 도출된 이론적인 Nu 수는 일정하지만, 매니폴

드 유동장이 포함된 냉각 채널의 경우 매니폴드가 냉각 유체의

유동 특성을 향상시켜 균일한 냉각 유체 공급을 제공하기[20]

때문에 Re 수에 비례하는 Nu 수를 보였다.

5. 결론

본 연구에서는 유동분배구조를 포함한 마이크로채널 방열장

치를 제작하여 열 유동특성 향상에 관한 실험적 연구를 수행하

였다. 다양한 입구 유량 및 발열량에 따른 열 유동특성을 분석

하여 차압과 마찰계수, 실험 장치에서의 온도 분포, Nu 수, 열저

항 결과를 분석하였다. 특히, 마이크로채널 방열 장치의 유동 균

일성을 향상시키기 위해 도입된 매니폴드 유동장은 일반적인

마이크로채널 방열 장치에 비해 향상된 냉각성능을 달성하였다.

본 연구에서 제작한 메니폴드 유동장의 적용은 열유속 10 W/

cm2 수준에 비해 약 4배 향상된 최대 43.75 W/cm2의 열유속을

90oC 이하인 단상 층류 대류 조건에서 제어할 수 있었다. 실험

에 사용된 열유속에 따른 열저항은 열유속이 증가함에 따라 상

대적으로 변화가 없었으므로 실험의 변수들이 성공적으로 제어

되었다고 판단된다. 향후 마이크로채널의 치수를 변경하고 냉각

Fig. 6 Heat flux as a function of the Tmax for the test section under

each flow rates 
Fig. 7 Nusselt number as a function of the Reynolds number under

each heat flux and theory 
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유체의 종류를 바꾸어 최적의 형상 및 냉각 유체를 도출할 수

있을 것으로 기대된다.
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